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摘要(译)

一种方法包括在衬底中形成一个或多个通孔，在至少一个通孔的至少一
个侧壁上形成至少一个衬垫，以及使用注模焊接用焊接材料填充所述至
少一个通孔。所述至少一个衬垫可包括焊料粘附层，阻挡层，或阻挡层
和焊料粘附层的组合。
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